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(&0 Procddd de fabrication d'une carte sans contact et carte sans contact 


(57) L'invention conceme une carte sans contact (1) ainsi qu'un proc^d6 de fabrication d'une telle carte (1) 
portant un corps de carte (2), un module 6lectronique (7) comprenant une puce k circuit int^grS (8) et 
deux plages de contact (12). et una antenne (5) relive aux plages de contact (12) dudit module (7) par 
rintemi^diaire de deux bomes de contact (15), caract^ris^s en ce que la carte comporte en outre des 
plots de contact (10) connect^s k ladite puce (8) pour un fonctionnement par contacts et en ce que le 
proc6d6 comporte une 6tape selon laquelle on manage dans le corps de carte (2) une cavit6 (17) laissant 
apparattre lesdites bomes de contact (15) de Tantenne (5) et une §tape selon laquelle on reporte le 
module ^lectronique (7) dans une cavity (17) du corps de carte (2). L'inventlon s'applique, en partlculier, 
d la fabrication de cartes hytmdes, destinies, par exemple, ^ des operations du type tdidbflldtique. 
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L'invention concerne un proc6d6 de fabrication 
d'une carte sans contact ainsi qu'une carte sans 
contact oomportant un corps de carte, un module 
diectronlque et, connectde audit nnodule, une anten- 
ne. De telles cartes sont destinies ^ la realisation de 
diverses operations, telles que, par exemple, des 
operations de debit dans des vehicules de transport 
en comnnun, et notamment dans le metro, des opera- 
tions bancaires, des communications teiephoniques, 
ou diverses operations d'identiflcation. Ces opera- 
tions s'effectuent grace e un couplage eiectromagne- 
tique e distance entre le module eiectronique de la 
carte et un appareil recepteurou lecteur. Le couplage 
peut etre realise en mode lecture ou en mode lectu- 
re/ecriture. 

Telles qu'elles sont realisees actuellement les 
cartes sont des objets portables aux dimensions nor- 
malisees. Neanmolns, dans le cas des cartes sans 
contact, lesdits objets portables comportent souvent 
une epaisseur plus importante. La norma usuelle ISO 
7810 correspond h une carte de format standard de 
85 mm de longueur, de 54 mm de largeur et de 0,76 
mm d'epaisseur. Cheque carte sans contact compor- 
te un corps de carte constitue d'un assemblage de 
feuilles thermoplastiques et d'un module eiectroni- 
que comprenant une puce k circuit integre. Une an- 
tenne du type boblne d'inductance est connectee d la 
puce. 

dn connalt des precedes de realisation de cartes 
sans contact par la technique de colamination. Ces 
precedes consistent e disposer, entre les deux pla- 
teaux d'une presse, un empllement de feuilles ther- 
moplastiques au milieu duquet on positionne le modu- 
le eiectronique sans contact dejd connecte k une an- 
tenna qui entoure le module. On effectue ensuite le 
soudage des dif ferentes feuilles thennoplastiques en 
appliquant pression et temperature. 

Du fait des differences de coefficient de dilata- 
tion entre les materiaux utilises. Taction combines de 
la pression et de la temperature engendre une defor- 
mation residuelle d la surface de la carte et en regard 
du module eiectronique. Des zones de resistance dlf- 
ferentielle aux chocs et aux torsions sont creees. La 
carte obtenue n'est pas esthetique, d moins d'aug- 
menter repaisseur de la carte, ce qui ne pemnet pas, 
bien souvent, d'atteindre repaisseur de 0,76 mm pre- 
citee. Le rendement de tels precedes est done faible. 
En plus, comme les cartes rejetees contlennent d6j§i 
le module eiectronique et la boblne, ces precedes 
sont partlculierement coOteux. 

On connalt par allleurs des precedes de realisa- 
tion de cartes sans contact selon lesquels : on depo- 
se un cadre rectangulaire sur une feuilie thermoplas- 
tique inferieure, on depose un module eiectronique, 
dejd connecte k une antenne, d I'interfeur d'une cavite 
formee par ledit cadre et ladite feuilie interieure, puis 
on coule une resine thermodurcissable dans cette ca- 
vite, avant de recouvrir cette derniere d'une feuilie 


thermoplastique superieure. 

Leis cartes realisees par de tels precedes presen- 
tent, sur la tranche, une bande sInusoVdale Inestheti- 
que. De plus, le position nement du module h I'lnte- 

5 rieur de la carte n*est qu'approximatif. 11 est done par- 
tlculierement difficile d'ajouter une interface d 
contact aux cartes realisees par ces precedes. 

La presente invention a pour but de proposer un 
precede de fabrication de cartes sans contact qui pal- 

10 lie les inconvenients precites, et qui pemiette en par- 
ticulier d'obtenlr aisement des cartes esthetiques de 
faible epaisseur, avec un bon rendement, d un moln- 
dre coQt, et en minimisant rimprecision du report du 
module eiectronique dans le corps de carte. 

IS Un autre but de rinvention est I'ajeut d'une inter- 
face e contact aux cartes sans contact en vue de I'ob- 
tention d'une carte dite mbcte ou hybride ayant deux 
modalites de fonctionnement : sans contact et par 
contacts. 

20 Ces buts, ainsi que d'autres qui apparaitront par 
la suite, sont attaints, d'une part, grdce d un precede 
de fabrication d'une carte sans contact ou hybride 
comportant un corps de carte, un module eiectroni- 
que comprenant une puce h circuit integre et deux pla- 

25 ges de contact, et une antenne reliee aux plages de 
contact dudit module par I'lntermediaire de deux bor- 
nes de contact, caracterise en ce qu'ii comporte une 
etape selon laquelle. on surmoule une couche du 
corps de carte sur I'antenne eten menage, dans ladite 

30 couche, une cavite laissant apparaitre tesdites bor- 
nes de contact de I'antenne, suivie d'une etape selon 
laquelle on reporte le module eiectronique dans la ca- 
vite du corps de carte. 

Ces buts, ainsi que d'autres qui apparaitront par 

35 la suite, sont atteints, d'autre part, grdce ^ une carte 
sans contact comportant un corps de carte, un modu- 
le eiectronique comprenant une puce d circuit integre 
et deux plages de contact, et une antenne reliee aux 
plages de contact dudit module par i'lntermediaire de 

40 deux bornes de contact caracterisee en ce que ledit 
module comporte en outre des plots de contact 
connectes k ladite puce pour un fonctionnement d 
contacts de ladite carte. 

La description qui ya suivre et qui ne presente au- 

45 cun caractere limitatif, permettra de mieux cempren- 
dre la maniere dent I'lnvention peut etre mise en pra- 
tique. 

Elle doit etre lue en regard des dessins annexes, 
dans lesquels : 
50 - la figure 1 montre, en coupe transversale, une 
carte sans contact hybride selon rinvention ob- 
tenue selon le precede de i'lnvention ; 

- la figure 2 illustre, en vue de dessus, une etape 
du precede de rinvention dans laquelle on dis- 

55 pose une antenne sur une feuilie thenmoplas- 

tique du corps de carte d'une carte selon I'ln- 
vention ; 

- ia figure 3 illustre, en coupe transversale, reta- 
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pe prScitSe ainsi que Tantenne disposde sur 
une feuitle thermoplastique du corps de carte 
derinventlon ; 

- fa figure 4 illustre, en vue de dessus, une dtape 
du proc^d6 de Tinvention dans laquelle on de- 
pose une couche themnoplastique sur un en- 
semble feuille thenmoplastique-antenne, selon 
un premier nnode de realisation d'une carte de 
('invention ; 

- la figure 5 itlustre I'^tape pr6citSe, en coupe 
transversale, ainsi qu'une 6tape de report du 
module dans une cavitd d'une carte sans 
contact hybride de {'invention ; 

- la figure 6 illustre* en vue de dessus, une 6tape 
du proc^d^ de ('invention dans laquelle on de- 
pose une couche thenmoplastlque sur un en* 
semble feuille thermoplastique-antenne, selon 
un second mode de realisation d'une carte hy- 
bride de I'inventlon ; 

- la figure 7 illustre T^tape pr6cit6e. en coupe 
transversals, ainsi qu'une etape de report du 
module dans une cavitd d'une carte hybride se- 
lon I'invention ; 

- la figure 8 repr^sente, en vue de dessus, un mi- 
cromodule d'une carte hybride selon I'inven- 
tion ; et 

- la figure 9 represents, une coupe transversals 
selon A-Adu micromodule d'une carte hybride 
selon I'invention represent^ en figure 8. 

La figure 1 montre, en coupe transversale, une 
carte sans contact hybride selon I'invention obtenue 
selon le precede de I'invention. Cette carte est refe- 
rencee 1 dans son ensemble. Une telle carte 1 pos- 
sede (a facuite de fonctionner selon les deux modali- 
tes : sans contact et par contacts. 

Ces cartes hybrides sent destinees, par exemple, 
d des operations du type teiebiiietique, dans lesquel- 
les elles sont d6bit6es & distance d'un certain nombre 
d'unites lorsqu'elles passent au voisinage d'une bor- 
ne (fonctionnementsans contact), et dans lesquelles 
elles sontrechargees dans un distributeur compatible 
avec les cartes e contacts standards (fonctionnement 
par contacts). 

Les cartes sans contact hybrides comportent 
done une interface d contacts comportant par exenrv 
pie, par des plots superf iciels formant des metallisa- 
tions. Ces plots sont connectes e la puce en vue de 
la realisation d'operations par contacts ou sans 
contact. 

Dans la presente description, on appeilera carte 
sans contact, une carte ayant un fonctionnement ex- 
clusivement sans contact, ou alors, une carte ayant 
un fonctionnement hybride. 

Une carte 1 comporte un corps de carte 2 compo- 
se d'une feuille thermoplastique Inferieure 3 et d'une 
couche thennoplastfque superieure 4. Ella comporte 
en outre une antenne 5, disposes au dessus de la 
feuille 3. Cette antenne 5 est eventuellement noyee 


dans une couche de colle 6 representee en traits tires 
sur la figure 1. 

La carte 1 comporte en outre un module eiectro- 
nique hybride 7, situe dans la couche 4, au dessus de 
5 I'antenne 5. 

Ce module eiectronique 7 est decrit, en particu- 
lier, au regard des figures 8 et 9. II comprend une puce 
e circuits integres 8 connectee eiectriquement, par 
rintermediaire de f ils conducteurs de connexion 9, di- 
10 rectement e un ensemble de plots metalliques 10 et 

11 constltues, par exemple, de cuivre, et formant des 
metallisations. Les plots 10 et 11 , dans un exemple au 
nombre de huit, sont sttues au-dessus de la puce 8 
et aff leurent d la surface de la carte 1 . lis sont dispo- 

15 ses sur la carte 1 de fagon d respecter la norma ISO 
7816 definissant le positionnement des contacts 
d'une carte d puce, lis sont contrecolies, sur leurface 
inferieure, avec un dieiectrique 20 qui peut etre du 
venre/epoxy, du polyester, du polyimide ou tout autre 

20 film polymere adapte. La puce 8 est coliee dans une 
fenetre 21 centrale menagee dans le dieiectrique 20. 
La connexion des plots 10, 11 d la puce 8 est effec- 
tuee, par (es fils 9, au travers de puits 22 menages 
dans le dieiectrique 20. 

25 D'autre part, deux ouvertures 23 sont pratiquees 

dans le dieiectrique 20 situe au-dessous des plots 1 1 . 
Cheque ouverture 23 penmet de reaiiser une 
connexion d'une plage de contact 12 d'un desdits 
plots 11 avec une borne de contact 15 de I'antenne 

30 5. Dans le cas des figures 7 et 8, les plages de contact 

1 2 des plots 1 1 sont formees par les faces inferieures 
de ceux-ci. Lorsque cela n'est pas ie cas, les plots 11 
sont connectes, par exemple, k deux plages de 
contact metalliques inferieures 12 du module 7 par 

35 des fils conducteurs non representee, ou alors, par 
une bande conductrice qui serait disposes vertlcale- 
ment sur des faces laterales 13 du module 7, pliee en 
ses extremltes, en vue de connecter eff icacement les 
plots 11 et les plages 12 (figures 5 et 7). Les plages 

40 de contact 1 2 du module 7 sont en contact eiectrique 
avec les deux bornes de contact 1 5 de I'antenne 5. Ce 
contact peut §tre direct, realise par rintermediaire 
d'une resine conductrice ou par tout autre moyen 
conducteur et notannment, par une languette metalli- 

45 que e effet ressort 24. 

Par ailleurs, le module 7 comprend une resine de 
protection 14, dans laquelle sont f iges differents ele- 
ments precites, notamment la puce 8 et les fils de 
connexion 9. 

so Af in de reaiiser une telle carte, le precede de I'in- 
vention propose de disposer pr6alablement I'antenne 
5 sur la feuille thermoplastique 3, de maniere S former 
un ensemble 16 : feuille thermoplastique-antenne. 
Cette premiere etape est lllustree aux figures 2 et 3. 

55 L'antenne 5 est formes d'un dieiectrique metalli- 
se ou contre-colie avec du metal, d'une feuille de me- 
tal, ou d'une bobine de fils. Elle peut dtre realisee par 
differentes methodes, et notamment et respective- 
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menl, en ^tantgravde chimiquement, pareslampage, 
ou par bobinage d'un f il. Ella peut 3tre r§a)is6e par le 
d^pQt d'un promoteur d'adhSrence sur la feuille ther- 
moplastique 3 par sSrigraphie puis metallisation par 
d6pat chimique. Sur ia figure 2, Tantenne 6 est dispo- 5 
s6e sur une face de la feuille 3 sous la forme d'une 
spirale 5 ^ trois spires dont les deux extr^mitSs, c'est- 
d-dire les bornes de contact 1 5, sont localis^es en re- 
gard et St proximity Tune de I'autre, I'une & IMnt^rieur 
et t'autre ^ I'extSrieur de ladite spirale. L'antenne 5 io 
peut avoir une configuration g6om6trique quelcon- 
que. Le nombre de spires est donnS d titre seulement 
Indlcatif. En outre, la feuille peut 3tre mdtallisSe dou- 
ble face et, dans ce cas, il peut y avoir des spires sur 
rautre face. Pour cette realisation, on 6tablit selon la is 
technique des circuits imprimis double faces les 
trous metallises de passage d'une face h Tautre. On 
peut alors supprimer la contrainte d'avoir d passer 
toutes les spn-es entre les bornes de contact 15. Plu- 
t6t que d'avoir des circuits double face on peut, par 20 
plusieurs operations de serigraphie successives, de- 
f Inir des spires multicouches. Parailleurs, dans le cas 
oO I'antenne 5 est une antenne hyperfrequences, sa 
configuration peut etre rectangulaire d deux faces. 
Dans ce cas, Tantenne hyperfrequences comporte 25 
une bande de cuivre sur sa face superieure. De plus, 
un trou metallise relle eiectrlquement la face inferleu- 
re d la face superieure. Une extremite de la bande de 
cuivre arnsi que le trou metallise peuvent, dans cet 
example d'antenne hyperfrequences, constituer les 30 
bornes de contact 15. Quelque soit sa configuration 
geometrique, I'antenne 5 doit pouvoir etre realisee 
dans repaisseur de la carte 1. Elle epouse, par son 
contour exterieur, senslblement et de preference, les 
contours exterieurs de la feuille 3. Sa portee et ses 35 
capacites de reception, qui dependent de la surface 
de flux magnetlque qu'elle couvre, seront ainsi maxl- 
males. Cest la raison pour laquelle la spirale 5 est, 
comme la carte 1, rectangulaire. 

La feuille thermoplastique 3 a senslblement la 40 
longueur et la largueur de la carte que Ton veut obte- 
nir. Elle sera en fait legerement plus petite de fagon ^ 
ce que Ton puisse le positlonner dans un moule fai- 
sant un certain jeu lateral. Son epalsseur est moin- 
dre : elle est de I'ordre de 180 micrometres pour une 4S 
carte standard correspondant k la norma ISO 7810. 
Cette feuille 3 est composee. par exemple, de PVC 
(chlorure de polyvinyl), de PC (polycarbonate), d'ABS 
(acrylonltrile-butadiene-styrene), de PET (polyethy- 
lene), de PETG (terephtalate de polyethylene glycol), so 
de PVDF (polyfluorure de vinylidene) ou de tout autre 
film thermoplastique de proprietes equivalentes. 

L'antenne 5, disposes sur la feuille de thermo- 
plastique 3, peut etre f ixee par collage. 

L'antenne 5 peut etre avantageusement endulte ss 
et noyee dans de la colte thermoactivable referencee 
6 en figure 3. La f bcatlon de I'antenne 5 sur la feuille 
3 est ainsi ameiloree. Dans ce cas, ies bornes de 


contact 11 de Tantenne 5 ne seront pas enduttes, ce 
qui permettra de les connecter avec le module 7. 
Dans un certain nombre de cas, cette enduction ne 
sera pas necessaire, i'adherence etant alors obtenue, 
par exemple, par le ramollissement de la matiere ther- 
moplastique apparaissant aux temperatures de mise 
en oeuvre de Tinvention considerees. 

Selon une autre etape du precede de Tinvention 
illustree dans les figures 4 e 7, on recouvre i'ensem- 
ble feuille thermoplastlque-antenne 16, e I'exception 
des bornes de contact 15, de la couche thermoplas- 
tique 4. 

Cette etape est avantageusement realisee par 
surmoulage. En ce qui concerne la matiere utilisee en 
vue de la fabrication de la couche 4, on utilisera vo- 
lontiers de TABS, un PC, de TABS/PC, du PET ou un 
pdyamide. Le moule utilise comporte alors avanta- 
geusement un dispositif permettant de plaquer Ten- 
semble 16, de maniere e ce que, pendant Tinjection 
du thermoplastique destine e former la couche 4, la 
feuille 3 rests parfaitement en position, plaquee 
contre Tune des faces du moule. Ce dispositif est for- 
me, par exemple, d'une pompe d*aspiration reliee e 
de petits orifices perces directement dans la face du 
moule vises cl-dessus. 

Par allleurs, le moule utilise comporte un ou des 
noyaux qui couvrent les bornes de contact 1 5 de I'an- 
tenne 5 etqui reservent la place du module 7. De cet- 
te maniere, oh forme une cavite 17 (figures 4^7), 
dont les dimensions sont voisines des dimensions du 
module 7. Ce noyau exergant une pression suff isam- 
ment forte contre les bornes de contact 15, ceiles-cl 
ne seront pas recouvertes par la couche 4 et elles ap- 
paraTtront naturellement au fond de la cavite 17. Se- 
lon la conformation du noyau utilise, la cavite 17 peut 
prendre un relief quelconque. Les figures 4 et 6 pre- 
sentent deux types de cavites e section rectangulaire, 
particulierement adaptees e recevoir des modules 
parall6iepip6diques. Neanmoins, ces cavit6s 17, pre- 
sentees aux figures 4 et 6, ont une decoupe dlfferen- 
te. En effet, la cavite 17 presentee en figure 5 a une 
decoupe paraiieiepipedique e fond plat, alors que la 
cavite 17 presentee en figure 7 montre des epaule- 
ments definissant un plan 18, traverse par deux ou- 
vertures verticales 19 de section oblongue qui de- 
bouchent sur les bornes de contact 1 5. 

Selon une autre etape encore du precede de Tin- 
vention, on reporte le module eiectronique 7 dans la 
cavite 1 7 du corps de carte 2. Cette etape est illustree 
aux figures 5 et 7. On notera cependant que, dans le 
cas de la realisation d'une carte sans contact mbcte, 
le positlonnementde Tinterface e contacts connectee 
au module sans contact est particulierement deiicat e 
mettre en oeuvre. En effet, le module sans contact 
n'est pas, blen souvent, reporte dans le corps de car- 
te avec sufflsamment de precision pour permettre 
une connexion convenable et automatisee de I'lnter- 
face e contact 
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Bien entendu, ('invention ne se limite pas au re- 
port d'un module ^lectronique ddjd comptet dans la 
cavlt6 17. Par exemple, on peul proc6der diffSrenv 
ment en reportant, dans la cavitd 17, la puce 8 nue. 
Les deux plages de contact 12 seront alors connec- 
tSes aux bornes de contact 15 de I'antenne 5 avant 
le report de ta puce 8. Les connexions aux plots 10 
et 11, report6es en dernier lieu, seront effectu6es 
aprds le report de la puce 8, de manidre d ce que les 
extrSmit^s des f lis conducteurs sclent prdts d rece- 
volr les metallisations. 

En figure 5, le module 7 est parall^l^plp^dique. 
La cav!t6 1 7. qui lui est comp!6mentaire, comporte en 
son fond, d des cdt^s opposes, les plages de contact 
12. Lors du report du module 7 dans la cavity 17, les 
deux plages de contact 12 du module 7, viennent di- 
rectement au contact des bornes de contact 15 de 
Tantenne 5. Le module 7 est f ix6 dans le fond de la 
cavlt6 17, par exemple. par une colle cyanoacrylate 
ou une colle thermoactivable ou un adh^lf dfroid, et 
d I'endroit des connexions, par exemple. par quel- 
ques gouttes de code conductrice k base d'un §poxy 
ou d'un acrylate charg6 en argent par exemple. 

En figure 7. les plages de contact 12 du module 
7 sent dlspos^es dans la partle sup^rieure de ce mo- 
dule, d proximity des metallisations. Les faces latdra- 
les vertical es 1 3 sont r§duites par rapport k la hauteur 
du module 7. Dans un exemple. les plages de contact 
sont constitu6es par I'envers de la grille de metallisa- 
tion conduisant ^ la realisation des connexions me- 
talliques. Lors du report du module 7 dans la cavlte 
17. les plages de contact 12 du module 7 vont venir 
reposer sur le plan 18. Af in d'assurer une liaison eiec- 
trique ou une connexion entre ces plages 12 et les 
bornes 15, on introduit les moyens conducteurs 24 
dans les ouvertures 19. Aussi les ouvertures 1 9 sont 
remplies d'un polymere conducteur tel qu'une pdte d 
braser, ou une coile conductrice. On peul aussi dis- 
poser dans les ouvertures 19, des languettes ou res- 
sorts metalliques. Le module 7 sera fixe dans la ca- 
vite 1 7 par une colle k base de, par exemple, cyanoa- 
crylate. cu alors par un adhesif d f roid ou thermoac- 
tivable. 


Revendlcations 

1. Precede de fabrication d'une carte sans contact 
(1) comportant un corps de carte (2). un module 
eiectronlque (7) comprenantune puce k circuit In- 
tegre (8) et deux plages de contact (12), et une 
antenna (5) reliee aux plages de contact (12) du- 
dit module (7) par rintemnediaire de deux bornes 
de contact (15), caracterise en ce qu'il comporte 
une etape selon laquelle on surmoule une couche 
(4) du corps de carte (2) sur I'antenne (5) et on 
menage, dans ladite couche (4), une cavite (17) 
laissant apparaltre lesdites bornes de contact 


(15) de i'antenne (5), suivie d'une etape selon la- 
quelle on reporte le module eiectronlque (7) dans 
la cavlte (17) du corps de carte (2). 

5 2. Precede selon la revendication 1 , caracterise en 
ce qu'on dispose prealablement I'antenne (5) sur 
une feullle thermoplastique (3) du corps de carte 

(2) de maniere e former un ensemble (1 8) : feuille 
thermopiastique-antenne. 

10 

3. Precede selon fa revendication 2, caracterise en 
ce que I'antenne est disposes sur la feullle ther- 
moplastique (3) sous la forme d'une spirale dont 
les extremltes, c'est-e-dire les bornes de contact 

15 (15), sont localis6es en regard Tune de I'autre, 

I'une k rinterieur et I'autre k I'exterieur de ladite 
spirale. 

4. Procede selon la revendication 2 ou 3, caracteri- 
20 se en ce que I'antenne (5) disposee sur la feuille 

de thermoplastique (3) est f bcee sur ladite feuille 

(3) par collage. 

5. Precede selon Tune des revendlcations 2 ou 3, 
25 caracterise en ce que I'antenne (5) est disposee 

sur la feuille thermoplastique (3) par le depdt d'un 
promoteur d'adherence sur ladite feuille thermo- 
plastique (3) par serigraphie puis metallisation 
par depdt chimique. 

30 

6. Precede selon I'une quelconque des revendica- 
tions precedentes, caracterise en ce qu'on enduit 
I'antenne (5), k Texception de ces bornes de 
contact (15), d'une colle thermoactivable (6). 

35 

7. Precede selon I'une des revendlcations prece- 
dentes. caracterise en ce que la couche (4) est 
surmouiee sur I'ensemble (16) feuille thermo- 
piastique-antenne par moulage en utilisant un 

40 moule comportant un noyau recouvrant les bor- 
nes de contact (1 5) de I'antenne (5). 

8. Precede selon Tune quelconque des revendica- 
tions precedentes, caracterise en ce qu'on forme 

45 la cavite (17) avec un plan (18) perce d'ouvertu- 
res (19) au fond desquelles apparaissent les bor- 
nes de contact (15) de I'antenne (5). 

9. Carte sans contact (1) comportant un corps de 
50 carte (2). un module eiectronique (7) comprenant 

une puce k circuit integre (8) et deux plages de 
contact (12), et une antenne (5) reliee aux plages 
de contact (1 2) dudit module (7) par I'intennedlai- 
re de deux bornes de contact (15). caracterisee 
55 en ce que ledit module (7) comporte en outre des 
plots de contact (10) connectes k ladite puce (8) 
pour un fonctionnement k contacts de ladite carte 
(1). 


5 
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1 0. Carte selon la revendication 9, caract6ris6e en ce 
que les plages de contact (12) du module (7) sont 
form^es par les faces infSrieures des plots (11) 
connectSs h ia puce (8). 

5 

11. Carte selon la revendication 10, caract^ris6e en 
ce que les plots (11) affleurent la surface de la 

. carte (1). 

12. Carte selon I'une des revendications 8, 9 ou 10, io 
caract^risSe en ce que les plages de contact (12) 
sont connectSes aux bornes (1 5) de fantenne (5) 
situ^ dans le corps de carte (2) par des moyens 
conducteurs (24). 

15 

13. Carte selon la revendication 12, caract6ris6e en 
ce que les moyens conducteurs (24) sont une r6- 
slne conductrice ou une languette mdtalllque. 

14. Carte selon I'une des revendications 12 ou 13, 20 
caract6ris6e en ce que la connexion des plages 

de contact (12) aux bornes (15) de I'antenne (5) 
est assur^e par les moyens conducteurs (24) in- 
troduits dans des ouvertures (19). 

25 
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